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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　熊本地域の国立大学である熊本大学からは、これまでも多くの卒業生が半導体企業に就職しており、右図のチャートのように近年は、70名前後であり、今後、さらに多くの人材を育てていく必要が生じております。

　SCKのCTOを務められた鈴木氏を4年前に大学に教授として招聘され、学生14名の指導とSCK との次世代イメージセンサに関する共同研究が実施される中で、SCK への就職実績につながってきております。
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プレゼンテーションのノート
　熊本地域の国立大学である熊本大学からは、これまでも多くの卒業生が半導体企業に就職しており、右図のチャートのように近年は、70名前後であり、今後、さらに多くの人材を育てていく必要が生じております。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
2021年11月にTSMCよりソニーセミコンダクターソリューションズ、デンソーと共同出資で子会社JASMを設立して、熊本で22/28nmプロセスと12/16nm FinFETプロセスのロジック半導体ファンドリを建設し、2024年に生産開始すると発表されました。

これを受けて、現在、熊本では、交通・住宅・教育などのインフラ整備事業、関連企業の用地確保、サプライヤーの工場増設など、様々な動きが活発化しております。

活況な半導体業界を代表する東京エレクトロン、ソニーセミコンダクターマニュファクチャリング（SCK）が大規模な工場を運用しており、人材不足が叫ばれているなかでの、国内最先端半導体工場の誘致となったため、人材不足が深刻化する懸念が増大しております。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　半導体分野の研究と教育を担う組織として、大学院先端科学研究部に附属の半導体研究教育センターを2022年4月に設立されました。私、青柳がセンター長をとして着任いたしました。
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Organization of the Semiconductor Research and Education Center
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　　鈴木教授を含む、企業との連携実績がある兼務教員10名と協力して、研究予算の獲得と半導体教育プログラムの策定を進めております。

　　2022年度内に6名を新たに専任教員として採用する予定です。現状の研究分野は、基盤領域、応用領域となっており、2023年度には4名の教員を採用して、先端領域として、先端デバイスの研究開発にも取り組む予定です。
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Industry-academia-government collaboration and semiconductor
human resource development
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Preparation for Semiconductor Education Programs
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　現在、熊大で取り組んでいる半導体分野に関する教育改革の全体像は、このスライドのようになっております。

　研究推進の体制として、半導体研究教育センターを含む複数の研究センターを統合再編し、2023年4月に半導体・デジタル研究教育機構を設置します。

　教育推進の体制として、学士課程で国内初の半導体専門コースを2つ設置(2024年4月開始)して、充実した半導体カリキュラムの作成、運用を目指します

　政府・自治体の政策支援を受けながら、国内で随一の半導体三次元積層実装研究拠点となることで、半導体研究者と連携交流を図り、共同研究や事業化を積極的に行うとともに、高度な研究者、技術者の育成を目指します。　

　院生のRA雇用や企業と共同研究により、実務的知識と研究経験を持つ人材を、10年後現在の2倍となる約140名輩出を目指します。
。
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(from Kumamoto University Website)
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
こうした背景を踏まえて、熊本大学工学部では国内の大学では初めてとなる、半導体技術者研究者の育成に特化した学部組織、半導体デバイス工学課程を本年4月に創設しました。

熊本大学にこれまで存在した従来の4学科が、それぞれの分野に特化した教育及び研究を行うのに対して、この新課程では半導体デバイス工学を軸に、各分野を網羅した教育を行っていることが特徴です。

この組織を実現するために既存教員の再配置及び教員の増員を行いました。定員は学部1年生が20名+高専等からの3年次編入生20名の各学年最大で40人体制となっています。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
これは半導体デバイス工学課程でどのような科目を学ぶかを示したカリキュラムツリーですが、半導体デバイス工学を軸に物理・化学、数学、情報基礎等のサイエンスとエンジニアリングの各分野を網羅したとカリキュラムを構築しています。
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Establishment of School of Informatics
(from Kumamoto University Website)
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Establishment of Data Science DS Semiconductor Course
(from Kumamoto University Website)
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Information on the 3rd Year Transfer Exam
(from Kumamoto University Website)
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Semiconductor Portal Site Launched
(from Kumamoto University Website)
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
また、いま言った学部組織の新設に合わせて、来年4月に大学院に半導体情報数理専攻と言う新専攻を設置します。

この専攻には、半導体の設計や製造に関する研究と教育を行う「半導体システム教育プログラム」と、半導体の応用技術としてAIやデータサイエンスに活用することを目指した「情報数理教育プログラム」分かれています。
�
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　このスライドは、想定する輩出人材の就業イメージを示しております。

　地域企業からのニーズが高く、設計・製造・開発等を担う専門人材として、博士前期課程修了者を70％の割合（ボリュームゾーン）と想定しております。

　次世代半導体等の新規事業の創出を担う研究人材、半導体の事業戦略・研究戦略を担うトップ人材、ベンチャー起業家については、博士後期課程修了者を10％の割合と想定しております。

　さらに、製造プロセスに関わるものづくり人材については、学士課程卒業者を20％の割合と想定しております。
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　熊本地域の国立大学である熊本大学からは、これまでも多くの卒業生が半導体企業に就職しており、右図のチャートのように近年は、70名前後であり、今後、さらに多くの人材を育てていく必要が生じております。

　SCKのCTOを務められた鈴木氏を4年前に大学に教授として招聘され、学生14名の指導とSCK との次世代イメージセンサに関する共同研究が実施される中で、SCK への就職実績につながってきております。
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Strengthening industry-academia-government collaboration through local university
and regional industry creation grants
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Industry-academia-government collaboration project by university and local government
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　熊本大学と熊本県が連携して、内閣府地方大学・地域創生交付金事業について、半導体3次元積層実装（中間工程）産業の創出を目指した、産学官連携プロジェクトの準備を進めております。

　2022年度の計画支援枠に採択され、本申請を行った段階です。

ウエハ接合技術をベースに前工程の一環として、事業化を目指す動きが活発化しておりますが、難易度の高いプロセス、高額の装置価格、歩留まり向上の困難性などが懸念されております。

半導体ファンドリで製造されたLSIデバイスを受け取って、基板を20-50μm厚に薄型加工し、基板の裏から表に貫通電極と接続用バンプを形成し、チップ単位で積層化する3次元積層実装（中間工程）について、量産向け研究開発を中心に、基盤研究から事業化準備段階までの研究に取り組む内容となっております。

3次元積層LSI設計技術についても、設計CADツール、評価エミュレータ、基本回路IP・アプリの創出などを含めて、幅広い基盤研究にも取り組む予定であります。
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Creating a semiconductor industry ecosystem through grant projects
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Current status and issues of the semiconductor industry in Kumamoto
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Kumamoto 3D Collaboration Consortium
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プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　　「くまもと3D連携コンソーシアム」の活動内容について、以下に説明する。熊本大学の技術シーズと地域企業の技術ニーズについて、連携コーディネータなどの仲介でマッチングを行い、研究開発テーマの掘り起こしを行い、初期段階の共同研究を実施します。

　この共同研究では、リスクが大きい初期の研究開発を実質的に支援することで、地域企業の参画を後押しして、新産業創出へとつなげていきます。

　ユーザー企業からのニーズ収集により、新技術開発、新産業創出となるような研究テーマについても、産業コーディネータなどと連携して開拓を行います。
　
　4年目以降に想定されるプロトタイプ開発、事業化のフェーズについては、企業、大学、県が協力して、Go-Tech事業、A-Step事業など幅広い公的資金による支援の枠組みを活用して、具体的に開発を実施していきます。
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Evolution of packaging technology: From Wire Bonding to Flip Chip/3D
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Market forecast for 3D stacked packaging technology
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Achlevmg low power, high functionality, compact size and weight reduction through 3D stacked packagin:
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Development of a 3D stacked LSI emulator
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Research and development of the bottleneck manufacturing process for 3D stacked packagin
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Establishment of 200mm wafer TSV formation process (AIST)
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Development of nanoparticle deposition technology for forming conical bumps
(AIST)
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Development of 3D stacked LSI chip test equipment (AIST)
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